RITTER

Elektronik Mechatronik

Voraussetzungen zur
Elektronik-Auftragsfertigung

Diese Dokumentation verstehen
wir ausschlieBlich als Empfehlung.

Das Ziel muss sein, mit gemeinsam anerkannten
Richtlinien ein optimales Ergebnis zu erzielen.
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1 Dokumentation
1.1 Die Ubersicht zur schnellen Auftragsbearbeitung

Bitte zutreffende / vorhandene Position markieren ( X )!

Ges. Stuckliste

Stuckliste Materialbeistellung

Stuckliste Materialeinkauf

Bestlickplan

Fertigungshinweise

Leiterplattendaten zur Bestellung

Daten zur Rakelmaske

Daten zur Bestiickung

Prufvorschriften

Schaltplan

Testpunktkoordinaten

Programmierung
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Dokumentation

1.2 Stiickliste

Fur jedes Produkt erstellen wir unsere interne Sttickliste, die auf der beigestellten Kundensttick-
liste aufbaut.

Folgender Inhalt wird benétigt:

Bauteilname C7 bzw. R25

Typ

Elektrischer Wert ..........

Toleranz ...

Bauform 0805
Eine Aufteilung nach bedrahteten Bauelementen, SMD, bzw. Material auf Bestlckseite und
Lotseite sollte vorhanden sein.

Diese Angaben konnen als Datenfile oder in Papierform beigestellt werden.

1.2.1 Materialeinkauf durch uns

Hierzu sind weitergehende Informationen nétig:

Bauteilname C7 bzw. R25
Typ
Elektrischer Wert ...
Toleranz
Bauform 0805
vorgeschriebene Hersteller  ..............
Herstellerspezifikation

Diese Angaben konnen als Datenfile oder in Papierform beigestellt werden.
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1.3 Bestlickplan

Folgende Informationen sollte dieser Plan enthalten:

Bauteilname
Bauteilwert
Polungskennzeichen

Eventuell Montagezeichnung

Diese Angaben konnen als Datenfile oder in Papierform beigestellt werden.

1.4 Produktionshinweise

Lotlange der bedrahteten Bauteile
Lotfreie Zone
Lackier- bzw. Siliconieranweisung

Montageanweisungen

1.5 Lotpastenschablonendaten

Hier ist die Beistellung im Gerber-Format vorzuziehen inklusive des Blendentellers. Auf dem Film fur
die Rakelmaske muss die GroBe der Leiterplatte in mm und der Text , Rakelseite” bei Draufsicht auf
die zu rakelnde Leiterplattenseite lesbar stehen. Die AuBenkonturen der Leiterplatte missen eben-

falls sichtbar sein.

Filmplot auf Folie oder Papier. Diese Daten sollten 1/1 zum Leiterplattenlayout bereitgestellt werden.
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1.6 SMD-Bestiickkoordinaten

Bauteilnahme ...
Bauform ...

Elektrischer Wert  ............

X Pos. 181.585
Y Pos. 5.537
Drehwinkel ...

Hier sollte nach Bestlickseite und Lotseite unterschieden werden.

Die Leiterplattenerkennungsmarken Kreuze / Quadrate / Punkte sollten
in der Koordinatenliste enthalten sein.

Die Koordinatenangaben kénnen in mm oder Zoll erfolgen.

Diese Angaben konnen als Datenfile beigestellt werden.
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1.6.1 SMD-Passermarken / Passerbohrungen
1.6.1.1 Passermarken
$ o03mm t
3,8mm 1 0,3mm §
1,5mm 1mm
1 2,8mm .

1.6.1.2 Passerbohrungen

Diese nicht durchkontaktierte 2,8 mm-Bohrungen dienen zum Aufnehmen und Zentrieren der
Leiterplatten in Vorrichtungen, Bestlickautomaten und automatischen Testeinrichtungen.

Die Positionierung kann variieren und muss vorab geklart werden
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1.6.3 SMD-Freiflache
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1.7 Leiterplattendaten

Bendtigt werden:

e CAD-System

* Gerber-Daten = pro Lage
- Lotstopmaske
- Bestiickungsdruck
- Lotpastendruck

¢ Blendenteller fur Gerber-Daten

¢ Bohrfile

¢ Lagenaufbau
e Abmessungen
¢ Hinweis auf Nutzenfertigung
¢ Basismaterial
e Materialstarke
o Lotstopplack

¢ Lotabdecklack
¢ Vakuumdicht
¢ VVerzinnung

¢ Toleranzen

e Ritzen / Frasen
e El. Prifen

¢ Prifspannung

1.8 Priifanforderungen

Hier sollte eine genaue Beschreibung der gewiinschten Leistung erfolgen.
Priufpunkte sollten durch Koordinaten bestimmt werden.
Schaltpléane mussen vorhanden sein.

CAD-Daten im Gerber-Format

1.9 Programmierbare Bausteine

Kénnen von uns programmiert werden. Uber Art und Umfang sowie entsprechender Be-
schriftung ist zuvor eine Klarung herbeizufthren.
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2 Datenaustausch
Tel.
Fax
Modem
E-Mail

3 Technologien

3.1 Leiterplatten

Hier sollte sich an dem giltigen ,Ritter — Leiterplatten — Handbuch” orientiert werden.
Die nachfolgenden Empfehlungen sind Auszlige daraus.

Grundsatzlich kénnen alle gangigen Materialien inklusive Keramik verarbeitet werden.
In Ausnahmesituationen sollte eine gemeinsame Abstimmung erfolgen.

3.1.1 Durchkontaktierungen

Diese sollten einseitig von der Lotseite verschlossen werden (Probleme Vakuumprifadapter)

3.1.2 Kennzeichnung

Hersteller und Datum sollten verschllsselt auf der Leiterplatte zu finden sein.
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3.1.3 Formate

Durch die eingesetzten Fertigungsanlagen wie Rakel, Bestlickung , Lotung, Prifung
sind gewisse Randbedingungen gegeben.

3.1.3.1 Materialstarken

fur zweiseitige Leiterplatten und Multilayer

1,6 mm; 2,0 mm; 2,4 mm; +/- 10 %

In Ausnahmefallen kann auch eine Materialstarke von 1,0 mm eingesetzt werden. Dies
ist bei kleinen Sub-Prints oder Keramiksubstraten méglich.

3.1.3.2 Einzelleiterplatten bzw. NutzengréBen

Die max. handelbare Leiterplattenflache ist 457 x 406 mm

Die min. Leiterplattenflache muss 100 x 100 mm betragen.
Kleinere Leiterplatten konnen in nachfolgende Nutzen integriert werden.

Abmessung Verwendung

417,83 x 279,40 mm Bedrahtet und SMD

279,40 x 208,28 mm Bedrahtet und SMD

417,83 x 186,69 mm Bedrahtet und SMD

234,95 x 160,02 mm Bedrahtet und SMD

173,99 x 119,38 mm Europaformat mit Nutzenrand bei max. Besttickung
160,00 x 100,00 mm Einzelleiterplatte

SondergréBen kénnen nach Absprache eingefiihrt werden.
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3.1.4 Leiterplattenkonturen

Bevorzug sollten gefraste Leiterplattenzuschnitte verarbeitet werden.

Unférmige Leiterplatten (rund, oval usw.) kénnen in bekannte Nutzenformate
integriert werden.

AuBentransportkanten mussen eine Mindestauflage von 70 % der Leiterplattenlédnge
behalten. Gliederung méglich.

3.1.5 Wo6lbung und Verwindung

Bei allen Leiterplatten fur bedrahtete Bestlickung darf die maximale Verwindung 1,0 %
der Leiterplattendiagonale betragen.

Bei SMD - Bestlckung darf die Verwindung nicht Gber 0,7 % betragen. Zusatzlich muss

innerhalb der Leiterplatte unter groBflachigen SMD — Bausteinen die Verwindung unter
0,5 % liegen.

3.1.6 Nutzengestaltung

Der Fertigungsnutzen muss innerhalb der Leiterplattenformate liegen.

Der Fertigungsnutzen muss in sich stabil bleiben.

Es sollte die max. mégliche Anzahl von Einzel-Leiterplatten eingebracht werden.
Ritz- und Frastechnik Ublich.

Bei der Nutzengestaltung bieten wir gerne unsere Hilfe an.

Ritter Elektronik GmbH - Leverkuser StraBe 65 - D-42897 Remscheid - Telefon: 02191 - 67 10 01- Telefax: 02191 - 67 16 71 - E-Mail: info@ritter-elektronik.de 12

Technische Anderungen vorbehalten 04/2008



Voraussetzungen zur Elektronik-Auftragsfertigung RITTER

Elektronik Mechatronik

Dokumentation

3.1.7 Fras- und Ritztechnik

3.1.7.1 Frastechnik

R1.0
R0.353x

Leiterplatte

Die minimale Breite der gefrasten Schlitze betragt 2 mm
Bei der Layoutentwicklung ist zu beachten, dass der Mindestleiterbahnabstand zur
AuBenkante der einzelnen Leiterplatten 1.0 mm betragt.

3.1.7.2 Ritztechnik

A
Leiterplatte ) %_/\
_D|

:

Nutzen
A Kerndicke bei Leiterplattennennstarke 1.6 (1.5) 0,4 + 0,1
2.0 0,55
B Kerbwinkel 30 - 45°
C Mindestabstand nominale Nulllinie der 1,0
Kerbe zum metallischen Bereich
D Versatz der Ritzungen L6tseite zur Bautei- + 0,1
leseite
E Toleranz der Ritzungen untereinander + 0,1
F Auslauf der Ritzung 1.6 + 2,0
2.0 12
G Abweichung NennmaB Ritzung zu Istmal3 = 0,1
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3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.2

3.2.1

3.2.2

Lotstopplack

Laut Ritter Leiterplattenhandbuch

Lotabzugslack
Laut Ritter Leiterplattenhandbuch

Ausschuss

Ausschuss an Einzel-Leiterplatten innerhalb eines Fertigungsnutzens

50% aller Nutzen missen zu 100 % gut sein

50% aller Einzelplatten innerhalb eines schlechten Nutzens missen gut sein

Die nicht brauchbaren Leiterplatten dirfen nur auf der Bauteileseite gekennzeichnet sein,
da Aufkleber, Filzstift oder andere farbige Markierungen die Lotwelle verschmutzen.

Verpackung

Die Leiterplatten sollten beschadigungsfrei und luftdicht verpackt angeliefert werden.

Herstellerangaben, Datum und eventuell elektrisch gepruft sollten auf der Verpackung
deutlich sichtbar sein.

SMD-Bestiickung

Bauteile

Bestluckt werden alle heute gangigen Bauformen.

Sonderbauformen mussen spezifisch geprift werden.

Bauteilbeistellung
Folgende Verpackungseinheiten werden bevorzugt:

e Gurte
e Stangen
* Flachenmagazine

Schittgut kann nicht verarbeitet werden.

Prozessbedingt benétigen wir eine Plusstiickzahl von 1%
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3.3

3.3.1

3.4

3.5

3.6

3.7

3.7.1

3.8

THT-Bestiickung

Bauteilbeistellung

Bei maschineller Bestliickung wird Gurtware bzw. Stangenware bevorzugt.

Die Handbestlickung kann auf programmierbaren Bestlcktischen erfolgen. Dazu ist eine
entsprechende Materialvorbereitung mit kundenspezifischen Angaben erforderlich.

Wellenloten

Bedingt durch die maximale Létwellenbreite ist die mogliche Létbreite auf 300 mm be-
grenzt.

Reinigung

Ist nicht vorgesehen, da feststoffarme Flussmittel eingesetzt werden.

Lackieren und Silikonieren

Wird mit bewdahrten Materialien durchgefihrt.

Fertigungsprifung
Ist nicht vorgesehen, da feststoffarme Flussmittel eingesetzt werden.
Multifunktionstest

Bestlckte Leiterplatten werden tGber Nadelbettadapter gepriften. Dazu mussen alle elektri-
schen Knotenpunkte als Testpunkte kontaktierbar sein.

Testpunkte kénnen folgendermafBen ausgeflhrt sein:

o Lotstelle bei bedrahteten Bauteilen
e Test-Pads
* Durchkontaktierungen ohne Létstopplack

Die Testpunkte sollten alle auf einer Seite (Unterseite) der Leiterplatte angeordnet werden.

Die speziell anzuwendende Prifmethode ist gemeinsam zu erarbeiten.

Einpresstechnik

Diese Technik wird unter BerUcksichtigung der Vorschriften DIN EN 60352-5 sowie IEC 352-5
durchgeflihrt. Leiterplatten sind den genannten Vorschriften entsprechend zu layouten.
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